半導體封裝製程的影像處理技術

  本文使用自動光學缺陷檢測系統( Automatic Optical Inspection System；AOI)進行取像，並且使用了檢測區域(ROI)的圈選、threshold的設定以及面積大小的篩選等影像處理技術，來檢測半導體封裝積體電路上的外來物髒污、底座刮傷、球傷與底座空洞等缺陷，最後依據廠商提供的多樣樣本進行實例分析。
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